KELine®

KELine® produktovy list

Spojovaci modul High Density, Category 6,

LP/N: KE-EXT—HD)

vlastnosti

Gigabit interoperable HIGH DENSITY

slizi na spojenie preseknutych kablov alebo nidzové predizenie trasy

“low profile” konstrukcia

beznéstrojova, rychla a jednoducha montaz

umoznuje prenos vsetkych vysokorychlostnych protokolov vratane 10GBASE-T
zaruCuje Sirku prenosového pasma 500 MHz

dokonale tieneny voci Alien Crosstalk a elektromagnetickému ruseniu

vhodny pre montaz na kable s plnym jadrom
(garancia plynotesného nekorodujuceho spoja)

pouzitie
,',':”‘" primar (kampus), sekundar (vertikalna kabelaz), terciar (horizontalna kabelaz)
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM
Sirokopasmoveé digitélne aplikacie s nizkym BER
multimedialne prenosy ako napr. digitalne a analégové video a hlasové sluzby

15,6

mechanické vlastnosti

Vhodny pre montaz na kable s plnym jadrom od AWG 24 do AWG 22
Vhodny pre kable s vonkajsim priemerom od 5do 9,5 mm

Material pazdra poniklovana zliatina zinku

Teplotny rozsah pri prevadzke -40°C az +70°C
IDC reterminécia min.20

Material IDC kontaktov vysoko pevnostna fosfor-bronzova zliatina
Platovanie IDC kontaktov 100 mikroénova zliatina cinu

elektrické vlastnosti pri 20°C

Pradové zatazenie 1,25A max

Kontaktny odpor IDC 20 mQ max

1000V DC/AC 1 minuta C voci C
1500V DC/AC 1 minuta C voci tieneniu
Izolaény odpor 500 MQ

Elektricka pevnost



